
民德电子 2023年致全体股东的信

尊敬的股东朋友：

您好！很高兴再次通过年度致股东信方式与大家交流，今年的致股东信主要包含四

方面内容：其一，关于发展理念的三个核心问题的思考；其二，smart IDM模式和生态

圈释义；其三，投资并购和投后管理工作；其四，各项业务的年度经营简况。

本文中的“我们”，多数情况下系指民德电子董事会的全体非独立董事和负责投资

者关系的高管。

一、关于发展理念的三个核心问题的思考

“民德”的取名源于古语“慎终追远，民德归厚”，凝聚了企业创办者的初心。民

为邦本，为政以德。本固德厚，才能实现企业高质量发展的愿景。

民德电子的发展理念是：永远服务于国之大者。当前的国之大者，就是通过高质量

发展，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。作为一家功率半导体领域的新晋科

技创新型企业，民德电子将着力突破制约行业发展的卡点和瓶颈，以提供自主可控、优

质、高效、多样化的芯片供给来满足当前需求，并创造新需求。构建 smart IDM生态圈

就是我们正在进行的一次理论和实践相结合的探索。

在前几封致股东信中，我们初步勾勒了企业发展的愿景。过去的一年多时间里，随

着我们在半导体制造各个环节的稳步推进，我们开始聚焦于回答实践中遇到的核心问题。

以下是我们关于发展理念提出思考的三个核心问题，兹分别予以阐述。

1、如何夯实掌舵人的“契约责任”？

“天下非一人之天下，乃天下之天下也。”（语出姜尚《六韬·文师》）。我们始终视

民德电子为社会之公器，视掌舵人为履行企业“契约责任”的首要主体，并由掌舵人带

领高管团队践行“契约精神”。

“契约责任”的内涵是什么？我们的理解是：这一任的掌舵人的首要责任是找到具

有“可以托六尺之孤，可以寄百里之命，临大节而不可夺”这种品质和才华的下一任掌

舵人。这里要寄托的是经营好民德电子的责任，要授予的是与责任相匹配的信任——掌

舵人地位。通过一任又一任掌舵人的传承，企业才有可能成为百年企业，才有可能积累

足够多的技术诀窍，从而成为在细分领域里的一家世界著名的科技企业。在这里必须强

调，这种掌舵人的传承是几乎不可能、也不必要通过家族内部继承来实现的。通常，我



们可以乐观地期盼，新一任掌舵人会是一位具有更高科学家素养和更开阔国际视野的青

年人。

2、如何践行“服务于国之大者”的发展理念？

我们的理解，当前国民经济方面的国之大者，就是通过深化供给侧的结构性改革实

现高质量发展。民德电子将作为先进制造业的一员坚定地服务于国家战略。

供给和需求是经济发展的一体两面，两者相互联系、相互制约。短期来看，是需求

牵引了供给；长期来看，是供给创造了需求。人类文明发展史中的关键节点通常都伴随

着一个革命性的供给的出现。比如，蒸汽机、内燃机、半导体的发明催生了近代的数次

工业革命，推动了世界经济的高速发展。可以说，从长期影响力和较宏观的角度看，是

供给创造了需求，经济发展最终靠供给推动。当前，制约我国经济高质量发展、安全发

展的主要矛盾在供给侧，表现在供给存在卡点、堵点、脆弱点，迫切需要推进供给侧的

质量提升和结构升级。

现代生活中，衣食住行各类活动通常都是以能量为载体得以实现，而电能又是各类

能量转换的主要中间媒介，凡是电力转换的场景就会用到功率半导体元器件。当前，高

端功率半导体元器件的供给对外依赖度高，可能存在断供、断链风险，这给风电、太阳

能发电、新型电力系统、新能源汽车、工业控制等战略新兴产业的发展带来极大的安全

隐患，亟待解决。因此，民德电子确立了在未来较长一段时间里的使命就是：凭借连续

的、轻微的、有利的、经年累月的对技术创新的积累，不断提升功率半导体制造工艺水

平，满足进口替代芯片的制造需求。

3、如何推进 smart IDM生态圈战略？

在过去 60多年里，半导体产业从无到有，引领了世界科技发展浪潮。其中，半导

体设备的技术创新起到了支撑作用，以面积计算将微观器件（芯片）的加工精度提升了

一万亿倍。半导体产业是工业门类中的皇冠，其发展需要有强大的工业基础和雄厚的经

济基础。这些条件是新中国在成立初期所不具备的。中国半导体产业发展真正起步的时

间大约在上个世纪 90年代后期，底子薄、起步晚，面对的是在整个产业链生态全面落

后条件下如何追赶的问题。

一方面是困难不小，另一方面是历史机遇重大。2022年 4月发布的《中共中央 国

务院关于加快建设全国统一大市场的意见》确立了“从全局和战略高度加快建设全国统

一大市场”促进经济发展的长远方略，确立了“以高质量供给创造和引领需求，使生产、

分配、流通、消费各环节更加畅通，提高市场运行效率，进一步巩固和扩展市场资源优



势，使建设超大规模的国内市场成为一个可持续的历史过程”等工作原则。繁荣兴旺的

市场需求是支持科技创新的最稀缺的资源，全球最大的消费市场会推动最高效率的技术

创新迭代，“以商养研”契合产业发展规律。

民德电子的传统业务是条码扫描设备，是以一个门外汉的身份摸索着进入功率半导

体行业。我们清醒地意识到对行业规律的认知是一个漫长的探索过程。提出 smart IDM

生态圈构想是抛砖引玉，希望以问题为导向，以新的理论指导新的实践，不破不立。

smart IDM生态圈的构想主要体现了我们三个核心关注点。1）以人才为核心：由科

学家级的企业家构成生态圈关键节点的领军人物；2）以极致信任为纽带：现金和股权

为信用，各家企业保持独立组织架构、自主经营、安全知识产权体系；3）以差异化为

技术创新战略：应对标世界最先进水平的功率半导体器件性能，各个节点企业间高效交

流、并行开发、快速验证技术创新方案，以“犯其至难而图其至远”的精神，攻坚克难，

致力于满足替代进口芯片的国内市场需求，致力于维护全球半导体供应链的安全和稳定。

总之，回答好以上三个核心问题，需要我们坚持“解放思想，实事求是”的原则，

需要我们葆有“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之”的信念。道阻且长，行则将至；行

而不辍，未来可期！

二、smart IDM模式和生态圈释义

1、smart IDM模式

在欧美日等发达国家，功率半导体产业经过几十年发展，产业链生态完善，技术水

平发达，竞争格局较为稳定，已步入相对成熟的阶段，形成了少数几家具有国际影响力

的大型功率半导体传统 IDM企业，且它们经过多年的兼并收购，基本都覆盖了产业链

上下游的芯片设计、超薄背道工艺、晶圆制造工艺、晶圆原材料生产等环节。但在这些

发达国家，现在已鲜有功率半导体产业链的创业企业和新上市企业；相较而言，中国功

率半导体产业起步晚，产业链基础相对薄弱，企业规模普遍偏小，市场格局分散，但增

长动能强劲。得益于中国是全球最大的消费市场，有着巨大的进口替代需求，且伴随近

年中国功率半导体产业链各环节技术和人才的发展积淀，中国功率半导体产业正处于蓬

勃发展阶段。产业链各环节均涌现出一批批开创型新锐企业，技术创新层出不穷，且有

不少优秀企业先后成功上市，其中以芯片设计环节最为突出。

在这样的背景下，我们提出的 smart IDM模式，坚持开放包容、协同创新的机制，

每一个产业链核心环节均有一家或多家创新型企业参与，每一家企业都集中资源和精力



聚焦于自身领域的创新突破，专业化分工更强，促进各环节的并行研发，可以更高效地

积累一流的功率半导体芯片制造能力。因此，smart IDM模式是综合考虑中国功率半导

体产业现状所提出的产业合作模式，更符合当下的中国国情。

传统 IDM模式与 smart IDM模式主要环节的比较，如图一所示。

图一 传统 IDM模式与 smart IDM模式比较

2、smart IDM生态圈

民德电子致力于打造功率半导体的 smart IDM生态圈，如图二所示。整个 smart IDM

生态圈，以晶圆代工+超薄背道代工为主干，上游获取设备、晶圆原材料、掩模版、电

子气体等原料供给，下游与设计公司合作，开发出多样化的产品。功率半导体 smart IDM

生态圈的成功构建，将使产业链生态圈各环节企业均受益：彼此既能在战略上相互协同，

守望相助；又各自保持独立运营，充分接受市场竞争。



图二 功率半导体 smart IDM生态圈

3、我们的投资逻辑

秉持“犯其至难而图其至远”的理念，我们关于 smart IDM生态圈的投资逻辑，是

在“至难”处投资“至重”，以构建深厚的护城河。

在功率半导体整个产业链中，晶圆代工厂的投资规模最大、技术难度最高、工艺环

节最多、供应链最繁杂，且新建晶圆代工厂在通线、上量、提升良率等环节需要克服多

种不确定性因素造成的困难。目前，国内功率半导体设计公司众多，但能为创新驱动型

设计公司提供稳定且高质量晶圆代工的晶圆代工厂数量和产能有限，严重制约了中国功

率半导体产业的发展和技术进步。

此外，超薄背道工艺能给功率器件带来更薄的厚度、更低的垂直器件导通损耗、更

佳的热特性等益处，是许多高性能功率器件的重要制程环节。同时，伴随着能源革命相

关产业的不断推进，国内对 IGBT、FRED、SiC芯片的需求呈现爆发式增长的趋势，使

得创新型设计公司对超薄片、重金属扩散、激光退火、背面高能质子注入等工艺的需求



日益迫切。而传统的代工厂通常无法实现以上工艺或者满足产能需求，从而限制了设计

公司的创新和发展，也不利于实现高端电子元器件的进口替代。

因此，在整个功率半导体 smart IDM生态圈中，我们认为，至难点是晶圆代工环节，

其次是超薄背道代工环节。

三、投资并购与投后管理

1、投资并购与投后管理模式

围绕公司的产业布局和战略规划，公司对外开展投资并购工作。其中，既有控股型

收购，也有参股型投资。在控股收购时，公司一般会采用现金交易方式购买优质资产及

其精英团队，且要求交易对方将收到的大部分现金购买民德电子股票，成为民德电子股

东；此外，基于我们自身已有资源禀赋，我们也会考虑参股投资一些优秀企业的少数股

权，例如，基于我们已有的功率半导体上游供应链布局，投资一些优秀的功率半导体设

计公司，并为其提供上游供应链资源支持。

公司对于新投资标的的一项核心筛选标准，是标的公司的综合效益水平或预期综合

效益水平应优于公司现有成员企业的平均水平。这样，才能不断提升公司整体资产质量

和运营效率。与此同时，公司在投后管理过程中引入动态的优胜劣汰机制，对于经营结

果长期不及预期的被投企业，公司将保持重点关注，并在必要时采取风险控制措施，保

全公司股东权益。

当然，对于公司构建长期护城河有重要影响力的核心资产，公司永远不会考虑出售

或退出!

伴随公司的经营发展和持续的投资并购，我们希望民德电子未来可以成为这样的企

业组织：旗下聚集了一批在各自细分领域数一数二的成员企业，彼此之间，既相互独立，

又守望相助。所有的成员企业共同笃行“契约精神”，信守与投资者之间的契约，持续

地创造正向经营净现金，并不断为民德电子股东创造每股内在价值的增长。

2、年度关键投资事项

2022年，我们进一步增资晶圆代工厂广芯微电子，并战略投资超薄背道代工厂芯微

泰克。至此，我们已完成了在功率半导体产业链上游所有核心环节的布局：晶圆原材料

（晶睿电子）+ 晶圆代工（广芯微电子）+ 超薄背道代工（芯微泰克）。

其中，晶圆代工是整个功率半导体 smart IDM生态圈中最为重要的环节，因此，我

们在这一环节投资最“重”。2022年 2月，我们再次增资广芯微电子 1.5亿元（累计股



权投资达 2.1亿元）；定增募资的 5亿元也基本用于晶圆厂的生产设备购置；此外，还向

中国银行申请了 3.5亿元的 10年期设备购置贷款额度。

广芯微电子晶圆代工厂项目建设，是一项高度复杂、任务繁重的系统性工程，经历

了海外设备的紧张采购及繁琐的国际物流通关、各类超长交期特殊零配件管材的紧急协

调采购、丽水市暑期高温（多日持续在 40℃以上）的间歇停工等诸多挑战，涉及与海关、

自规、环保、安监、发改、电力、水务等多个部门的紧密沟通协调。在谢刚博士的带领

下，广芯微电子团队前瞻性统筹规划，长期日夜奋战，不断攻坚克难，保障项目整体顺

利推进。项目在 2022 年 2 月土建动工打桩，5 月主体厂房封顶，12 月首台设备进场；

在 2023 年 3 月成功合环供电。目前正处于最后的设备安装调试阶段，计划今年上半年

实现投产通线，让我们翘首以盼！

广芯微电子致力于成为国内功率半导体晶圆代工厂的典范。得益于全球最大的消费

市场以及进口替代浪潮，当下的中国功率半导体产业生机勃勃，尤其在芯片设计环节涌

现出一批批蓬勃发展的创新主体。广芯微电子将始终聚焦服务于当下最具创新动能和活

力的芯片设计公司，通过深度合作、持续创新，不断满足其日益增长的对特色工艺诀窍

及产能扩张的需求，并共同开发出一代代可以媲美进口品牌的先进功率器件产品。

2022 年，我们另一项非常重要的投资，是增资 1 亿元参股投资超薄背道代工厂浙江

芯微泰克半导体有限公司。以义岚先生为首的芯微泰克团队，是国内最早从事功率器件

超薄背道工艺的团队，并在这一领域有着丰富的国际技术合作资源。未来，芯微泰克将

与广芯微电子一起，为广大设计公司提供高性能硅基及碳化硅功率半导体器件定制化代

工+超薄片制程全套解决方案，该项目计划于2023 年三季度投产。

此外，2022年我们在投资管理方面还有两项交易：1）以 2,000万元参股投资江苏

丽隽功率半导体有限公司。丽隽半导体是一家技术非常优秀的功率半导体设计公司，主

要面向于特高压MOSFET（通常大于 900V）、SGT-MOSFET（100V-250V）在工业和能

源领域的应用。投资丽隽半导体，为我们功率半导体 smart IDM生态圈又增添了一家优

秀的合作伙伴，它将与我们在功率半导体产业链各环节投资的所有企业均开展深度合作。

2）协助晶睿电子完成新一轮融资，并转让少量所持股份。在张峰博士的带领下，晶睿

电子在 2022年保持了快速扩产的良好发展势头，并同步实现了靓丽的业绩增长。晶睿

电子于 2022年底完成新一轮数亿元融资，获得众多创投机构和产业资本加持，估值较

我们两年多前投资时增长了 5倍多。与此同时，为改善民德电子自身的投资现金流，我

们在本轮融资时转让了少量老股，收回了 4,800万元现金。



四、业务经营情况

我们重申我们恪守的原则：我们换位站在投资者的立场，坦诚、如实地通过法定信

息披露渠道与大家交流公司的经营情况，好的不夸大，不好的也不隐匿，当然，涉及公

司商业秘密的除外。在这一原则下，我们与大家分享公司 2022年各项业务经营情况。

1、条码识别设备业务

2022年，公司条码识别设备业务与 2021年基本持平，但这是在 2021年实现大幅增

长且 2022年内外部经济低迷的环境下实现的，着实不易。一方面，受国内外经济低迷

影响，条码识别设备业务在消费类市场销量有所下滑；另一方面，伴随公司条码识别设

备在高端制造业的不断渗透，工业类市场销量增长显著，尤其在新能源汽车、电池行业

增长更为明显。此外，我们 2022年新推出的超薄双摄二维扫描引擎也在市场端得到验

证并批量出货，有望在 2023年获得更多客户和订单。

2023年，条码识别设备业务的重点努力方向包括：1）在研发端，我们计划将全线

产品线逐一升级为具备深度学习算力的MPU+IPU技术方案，来补齐与高端竞品相比在

技术维度上的唯一短板；2）在生产供应链端，将持续优化生产效率和保障供应链安全；

3）在销售端，争取在 2023年开拓更多知名制造业企业客户，并进一步提升超薄双摄二

维扫描引擎销量。

条码识别设备业务，依旧保持良好的利润率和经营净现金，为公司新业务拓展持续

提供稳定的信用支持。

2、半导体设计和分销业务

1）功率半导体设计业务

2022年，对于广微集成来讲，是较为被动的一年，也是韬光养晦的一年。广微集成

因 6英寸晶圆代工产能切换，原主要合作的 6英寸晶圆代工厂产能逐渐减少。因此，广

微集成 2022年产、销量较 2021年均有所下滑，平均销售单价和成本均较 2021年有所

提升，产品利润率略有降低。后续，广微集成 6英寸晶圆代工产能将以公司参股晶圆代

工厂广芯微电子为主，待广芯微电子以及超薄背道代工厂芯微泰克今年陆续投产后，广

微集成产能扩张的天花板将彻底打开，且产品开发效率也将更为高效、可控，广微集成

有望重新开启持续、高速增长。

此外，经过近一年的磨合，广微集成与合作的 12英寸晶圆代工厂的配合效率较之

前大幅提升，所开发的分离栅低压场效应晶体管（SGT-MOSFET）于 2022年底陆续通



过客户验证并批量出货，目前处于快速上量阶段，产品系列仍在不断丰富中，该产品也

将在今年贡献增量收入。

2）电子元器件分销业务

泰博迅睿 2022年收入较 2021年略有减少，净利润有所下滑，但经营性现金流大幅

改善。其中，电子元器件分销业务收入略有减少，利润仍保持相对平稳，新能源和储能

电池贸易业务收入与 2021年接近，但因上游电池采购成本上升导致毛利率有所下滑。

2023年，泰博迅睿将进一步优化现有业务和客户结构，选择现金流和利润较优的生

意，保持相对稳健发展。

2022年，中国共产党胜利召开第二十次全国代表大会，描绘了全面建设社会主义现

代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。生逢其时，能将我

们的事业融入祖国社会主义现代化建设的新篇章中，我们深感使命光荣与责任重大。

最后，我们诚挚邀请各位股东朋友参加公司年度股东大会。届时，董事长许文焕博

士将携民德电子及各成员企业的高管参会，与大家做充分交流。真诚期待您莅临股东大

会！


